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BILGiSAYARLA BASKI DEVRE CizZiMi - MODUL OZETi

OGRENME FAALIYETI-1

1. BASKI DEVRE CiZiMi UYGULAMA PROGRAMI

1.1. Programin Ozellikleri

Elektronik Baski Devre Programi (Advanced Routing and Editing Software Programi) Elektronik Devre Cizimi ve Baski Devre Programi
paketi i¢inde yer almaktadir. Elektronik devrenin baskili devresini elde etmek i¢in kullanilan baskili devre ¢izim programidir.

1.1.1. Programin Tanmitilmasi

Elektronik Baski Devre Programi (Advanced Routing and Editing Software Programi) Elektronik Devre Cizimi ve Baski Devre Programi
paketi iginde yer almaktadir. Elektronik Devre Cizimi ve Simiilasyonu Programi’yla veya dogrudan kendi editdriinde hazirlanmig olan
elektronik devrenin baskili devresini elde etmek i¢in kullanilan baskili devre ¢izim programudir.

Elektronik Baski Devre Programi ile ¢ok kolay bir sekilde baskili devre (PCB-Printed Circuit Board) olusturulabilmektedir. Baskili devre
¢iziminin elle veya otomatik olarak yapilabilmesi, tek katli veya c¢ift katli ¢izimin yapilabilmesi, dogrudan programin kendi editdriinde baski
devre cizebilecek bir Netlist olusturabilmesi (otomatik ¢izim yapabilmek i¢in gerekli program ¢iktisi) bu programin avantajlaridir.

Elektronik Baski Devre Programi PCB ile elektronik devrelerin baskili devre tasarimi yapilmasinin sayamayacagimiz kadar ¢ok faydasi vardir.
Bunlardan bazilar1 sunlardir:

[J Devrenin sade ve boyutlarinin kii¢iik olmasini saglar.

[ Seri tiretimi kolaylastirir.

[ Yiiksek frekansli devrelerde giiriiltiiyii (distorsiyon) onler.

[ Devrelerin tamir, bakim ve montajini kolaylastirir.

PCB tasarim kurallarina uyarak baskili devre tasarimi olusturursak isimiz birgok yonden ¢ok kolay olacaktir. Elektronik Baski Devre
Programu ile elektronik devrenin PCB’si hazirlandiktan sonra yazici (printer) ile PCB ¢iktist aydinger veya asetat kagidina aktarilir.

1.1.2. Elektronik Baski Devre Programi’nin Teknik Ozellikleri

[ Cift tarafli en fazla 16 katli PCB olusturabilmemizi saglar.

[ Board—kart ¢izim alani genisligi en fazla 10 metredir.

[ Elektronik Devre Cizimi ve Simiilasyonu Programi ile Netlist tabanli otomatik ¢izim entegrasyonuna sahiptir. Elektronik Devre Cizimi ve
Simiilasyonu Programi’nda ¢izilen bir elektronik devrenin simiilasyonu dahil, otomatik olarak

Elektronik Baski Devre Programi’na gegip PCB’sini hazirlayabiliriz.

[1 2 boyutlu (2D) sembolleri vardir.

[1 Kiitiiphanesine (Library) iki boyutlu (2D) sembol ¢izimi ve ekleme yapilabilir.

[1 SMD (yiizey montajli eleman) sembollerle PCB olusturabilme 6zelligine sahiptir.

[J Limitsiz Pad (lehimleme tabani), Track (elektriksel yol) ve Via (gecis deligi) kullanabilme 6zelligine sahiptir.

[l Programi kullanirken kullaniciya 6zel Grid ve diger ayarlart yapma imkani verir.

[ Birgok formatta ¢ikis alabilme 6zelligi (DXF, EPS, WMF, BMP) grafik format1 ve dosya ¢ikislari vardir.

1.2. Programin Calistirilmasi

Bagslat > Programlar > Proteus 6 Demonsration > Ares 6 Demo

seceneklerini kullaniriz (Sekil 1.1). Elektronik Baski Devre Programi 6 Demo segenegine tikladiktan sonra programimiz galigmaya
baslar ve programin genel ¢alisma alani agilir.

CALISMA SORULARI
1.  Ares nedir?
2. programin avantajlari nelerdir?
3. program nasil ¢alistirilir?
DERS ANLATIM VIDEOLARI

ASAGIDAKI ANLATIMLARDAN FAYDALANABILIRSINIZ.

1. https://www.youtube.com/watch?v=PDxi6DGIlJAc&list=PLdcoZed79ZudpsgGkFE4VFiNeUC8GQOlIr

2. https://www.youtube.com/watch?v=tAYmPi303XM&list=PLdcoZed79ZudpsgGkFE4VFiNeUC8GQOIr&index=2

3. https://www.youtube.com/watch?v=k5-g1Gtbbw4&list=PLdcoZed79ZudpsgGkFE4VFiNeUC8GQOIr&index=3

4. BASKI DEVRE SEMASI CizZiMi

4.1. Baski Devre Ciziminde Dikkat Edilecek Ozellikler

Bir elektronik devrenin PCB‘sini ¢tkarmanin teknik kurallari vardir. Bu kurallara uymak devrenin saglikli ¢aligmast bakimindan
zorunludur. Bu kuralari soyle siralayabiliriz.

[J PCB’si ¢ikarilacak elektronik devredeki elemanlarin boyutlart &nceden bilinmeli ve PCB tasarimi bu boyutlara gore yapilmalidir.

[l PCB tasariminda kullanilacak elektronik devre elemanlarmm plaketteki pozisyonu elemanin teknik dzelligine ve devrenin amacina

1


https://www.youtube.com/watch?v=PDxi6DGlJAc&list=PLdcoZed79ZudpsgGkFE4VFjNeUC8GQOlr
https://www.youtube.com/watch?v=tAYmPi3o3XM&list=PLdcoZed79ZudpsgGkFE4VFjNeUC8GQOlr&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=k5-g1Gtbbw4&list=PLdcoZed79ZudpsgGkFE4VFjNeUC8GQOlr&index=3

gore belirlenmelidir

(Elemanin kartta dik veya yatikk monte edilecegi ve Pinler arasi mesafe belirlenmelidir.).

[ Yiiksek frekansli devrelerin saglikli ¢alisabilmeleri i¢in PCB olusturulurken ekranlama unutulmamali ve devredeki bobinler yan yana
konulmamalidir.

[l Birbirine paralel olan yollarin kapasitif etki olusturabilecegi unutulmamalidir.

[l Yiiksek gii¢ harcamasi gereken devrelerde sogutucular igin yer ayrilmalidir.

[l PCB olusturulurken &yle bir tasarim yapilmalidir ki devre sonradan ariza yaptiginda tamiri esnasinda eleman degisimi zor
olmamalidir.

[l Miimkiin oldugu kadar elemanlar {izerindeki yazi, sekil ve diger agiklayici bilgiler, bir yonden okunacak sekilde  yerlestirilmelidir.
Ormnegin, birbirine paralel yerlestirilmis direnclerin tolerans renkleri aym1 yoénden okunmali veya ayni tip transistorler miimkiin oldukca ayni
yone takilmalidir.

[1 Diyotlarmn, kondansatorlerin veya benzeri elemanlarin yazilari rahat okunabilecek sekilde tist tarafa gelmelidir.

[l Kuvvetli akim tasiyan hatlarin bakir genisligi, zayif akim tasryan hatlarin bakir genisliginden daha fazla olmalidir. Aksi halde kuvvetli
akim hatlar1 ani akim darbelerinde yanarak kopabilir.

[J Baski devrenin diizenlenmesi sirasinda elemanlarin yerlestirilmesi agisindan bir simetriklik, bir diizen olmali ve goze hos goriinmelidir.
Elemanlar1 rastgele yerlestirilmis bir baski devre {izerinde ¢alisma yapmak oldukc¢a zordur.

[l Malzemelerin numarasi ve degerleri baski devre tizerinde yer almali, bu yazilar malzemeli yiizden rahatlikla okunabilmelidir. Yine yar1
iletken malzemelerin uglar1 belirtilmelidir.

[l Baski devre tasariminda malzemeli yiiz ({istten goriiniis) esas alinmali, plaketin iizerine eleman sembolleri yerlestirilmis olarak ¢izilmeli,
daha sonra ¢izilmis olan plaket ters gevrilerek alt goriiniisii (bakirh yiizii) elde edilmeli, yani gizilecek kisimda sadece bakir hatlar ve diger
Pad’ler olmalidur.

[l Elektronik Baski Devre Programi’nin kiitiiphanesinde bulunan PCB sembol dlgiileri ile elemanin gergek dlgiilerinin ayni olup olmadigi
kontrol edilmelidir.

PCB tasarimini yaparken Elektronik Baski Devre Programi’nin kiitliphanesinden segtiginiz malzemelerin oOlgiileri ile tiretici firmalarin
sattig1 standart malzemelerin dlgiileri ayni olmalidir. Ornegin, eleman % W’lik bir direng iken kiitiiphaneden 1 W’lik bir direng sembolii segilirse
Olgiiler birbirini tutmayacaktir.

[J Baski devre tasarim yapilirken su normlara uyulmasi gerekir

[1 Kart iizerine yatay olarak yerlestirilecek 1/2 ve 1/4 Watt direnglerin lehimleme tabanlari arast 15 mm, 1/8 Watt direnglerin ise
10 mm olmalidir.

[1 Dikey olarak yerlestirilecek direnglerin ve diyotlarin lehimleme tabanlar: arasindaki mesafe, 5 mm olmalidir.

[J Gigli direnglerin lehimleme tabanlart arasindaki mesafe, iletkenleri arasindaki mesafeye uygun olmalidir.

[J Sapkali tip transistorlerin tabanlar1 arasindaki mesafe, Sekil 4.4‘te gosterildigi gibi olmalidir.

Sekil 4.4: Sapkal tip transistor ornekleri
[] Yassi transistorlerin lehimleme tabanlari, Sekil 4.5’te belirtildigi gibi olmalidir.

Sekil 4.5: Yassi tip transistor ornekleri
] Trimpotlarin lehimleme tabanlar1 Sekil 4.6’da gosterildigi gibi olmalidir.

Sekil 4.6: Trimpot 6rnekleri
Kondansatorlerin iletkenleri arasindaki mesafeler 6l¢iilmeli ve lehimleme tabanlar1 bu mesafeye uygun olarak yerlestirilmelidir (Sekil 4.7).
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Sekil 4.7: Kondansator ornekleri

[l Diyotlarin lehimleme tabanlari arasindaki mesafe 10 mm olmalidir. Gerekirse 6lgiilmeli lehimleme tabanlar1 bu mesafeye uygun
olmalidir(Sekil 4.8).

Sekil 4.8: Diyot drnekleri
[ Kart tizerindeki baglant1 terminallerinin ayni kenar lizerine yerlestirilmesine 6zen gosterilmelidir (Sekil 4.9).

YANLIS
Sekil 4.9: Baglant1 terminallerinin yerlestirilmesi



[1 Transistér {izerindeki sogutucular, birbirine veya bagka bir devre elemanina temas etmeyecek kadar uzak olmalidir.
[1 Ist yayan diren¢ ve transistorler, birbirlerinden etkilenmeyecek kadar uzaga yerlestirilmelidir.
[ Sekil 4.3’teki gibi giiglii direng 6rnekleri, elemanlar kart {izerine yatay ve dikey olarak yerlestirilmelidir (Sekil 4.10).

YANLIS DOGRU
Sekil 4.10: Giiclii direnglerin PCB iizerine yerlestirilme sekli

[l Trimpotlar, kolayca ayarlanabilecek yon ve sekilde yerlestirilmelidir.

[0 Olgim ve kontrol kolaylig1 icin kart tizerine kontrol noktalar1 konulmalidir.

Biiyiik tip kondansatorlerin tek baglarna ayri bir kart {izerine yerlestirilmesi tercih edilmelidir.

[l Yatay olarak yerlestirilmis % ve ' Watt’lik direnglerin lehimleme tabanlari arasindan en fazla iki baglanti yolu gegirilir (Sekil
4.11).

Sekil 4.11: Direnclerin lehimleme tabanlar1 arasindan gecirilen baglanti yollari

[ Diyotlarin lehimleme tabanlari arasindan en fazla bir baglantt yolu gegirilir.
[ Sapkali tip transistorlerin lehimleme tabanlarma bagli baglanti yollar sekil 4.12deki gibi diizenlenmelidir.

YANLIS DOGRU
Sekil 4.12: Diyotlarin lehimleme tabanlari arasindan gegirilen baglant1 yolu
[ Iki baglanti yolu arasindaki mesafe, en az 1 mm olmalidir (Sekil 4.13).

Sekil 4.13: iki baglant1 yolu arasindaki mesafe
[l Dikey yerlestirilecek direnglerin lehimleme tabanlari arasindan baglanti yolu gegirilmemelidir (Sekil 4.14).

Sekil 4.14: Dikey baglanan direncler
[l Devre elemanlarmin govdeleri birbirine degmemeli ve aralarindaki mesafe en az 1 mm olmalidir (Sekil 4.15).

YANLIS DOGRU
Sekil 4.15: Devre elemanlar1 arasindaki mesafeler
[1 Baglanti yollar1 kdseli olmamalidir (Sekil 4.16).
i

YANLIS DOGRU

Sekil 4.16: Koseli baglanti yollar

[l Devre elemanlari, kart kenarindan 5 mm iceride olacak sekilde tasarlanmalidir.
[} Tiim baglant1 yollar1 yatay ve dikey olmalidir (Sekil 4.17).

J| 1
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YANLIS DOGRU

Sekil 4.17: Yatay, dikey baglanti yollar1 ve yatay veya dikey olmayan baglant1 yollari

[l Baglant1 yollarindaki dik doniigler, yuvarlatilmali ve baglanti yolu genisliginin sabit kalmasina dikkat edilmelidir.
[J 450 yapilan doniiglerde de kdseler yuvarlatilmalidir.

[l Baglant1 yollari, lehimleme tabanlarina dik olarak baglanmalidir (Sekil 4.18).

g




DOGRU YANLIS
Sekil 4.18: Lehimleme tabanina dik ve dik olmaya baglant1 yolari
Baglanti yollarimin genisligi Tasidig1 en fazla akim

0,2 mm 0,1 amper
0,5 mm 0,3 amper
1 mm 2,5 amper
2 mm 5 amper
3 mm 6 amper
4 mm 7 amper
5 mm 9 amper

Tablo 4.1: Baglanti yollunun genisligine bagh olarak tasiyabilecekleri akim miktar:

Basma devre kartlarmin tasarimlanmasi yapilirken baglanti yollarmin genisligi tastyacagi akima gore belirlenmelidir. Uretici firmalar
35 mikron kalinligindaki bakir tabaka i¢in Tablo 4.1°deki degerleri vermislerdir.

4.2. Baski Devre Cizim Uygulamalar1

Baski devre ¢izim uygulamalari asagida aciklanmaktadir.

4.2.1. Bir PCB Semanin Hazirlanmasi

[ Sekil 4.19°da isimleri verilen pargalar1 kullanici kiitiiphanesine ¢agiriniz.

FL®Odr,omS

Sekil 4.19: Parcalarin Elektronik Baski Devre Programi kiitiiphanesinden kullanici kiitiiphanesine alinmasi
1 Bu parcalar Sekil 4.20°de gosterildigi gibi ¢izim alanina yerlestiriniz.

Sekil 4.20: Parcalarin ¢izim alanina yerlestirilmesi

[ Pargcalar aras1 Track (yol) baglantisinin olusturulmaya baglanmasi i¢in tasarim alan1 arag ¢ubuklar1 {izerindeki | E (Track placement
and editing) diigmesine basiniz.

[ Sekil 4.20°de goriildiigii gibi fare imlecini giris Pininin iizerine getiriniz ve fare imlecinin ucunda “x”
Fare imlecini Sekil 4.21°de gosterildigi gibi “Bridge 2” parcasini “AC1” Pini {izerine gotiiriiniiz ve
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x“ isareti olusunca sol tiklaymiz. Bu islem basamaginda Track ¢izim kurallarini uygulayarak PCB seklini tamamlayiniz.

isareti olusunca sol tiklayiniz.

Sekil 4.21: Track (yol) ¢izimine baglanmasi

[l Ayrica Track cizimlerini yaparken (durum cubugu tizerinden) Sekil 4.21°de gosterilen ve o anda ¢izilen Track’mn katin1 Sekil 4.22°de
stk sik kontrol ediniz.

L t |-En:|ttn:|n'| Copper ﬂ| Mumber <HOME>, Met <HOME>, Style C-30-40
Sekil 4.22: Olusturulan Track’m hangi katmana cizildigi

[l Sekil 4.23’te gosterildigi gibi PCB semasinin biitiin Track’lari ¢izilmis olup PCB semasinin biiyilk bir kismi tamamlanmistir. Siz
de PCB semamzi sekil 4.23’te gosterildigi gibi tamamlayiniz.

Sekil 4.23: Track (yol ) ciziminin tamamlanms hali

[1 Track ¢izimlerinden sonra sira, giris ve ¢ikislar1 yazi ile belirtmeye geldi. Ayrica pargalarin lizerine sembol isimlerini de yaziniz
(Sekil 4.24).

Sekil 4.24’te gosterildigi gibi yazilar1 gereken yerlere yerlestiriniz. Yazilar1 boyutlandirma (Size-Widht) islemi sizin tercihinize
kalmgtir.
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Sekil 4.24: Cizimi tamamlanmis PCB semasi
Sekil 4.24’te ¢izimi tamamlanmig olan PCB semasi goriilmektedir.Bu ¢alismay1 “File” meniisiinden “Save Layout As” segenegini
kullanarak kaydediniz.

CALISMA SORULARI
4. Kart tlizerine yatay olarak yerlestirilecek 1/2 ve 1/4 Watt direnglerin lehimleme tabanlari arasi ka¢ mm olmalidir?
5. Dikey olarak yerlestirilecek direnglerin ve diyotlarin lehimleme tabanlari arasindaki mesafe ka¢ mm olmalidir?
6. asagidaki baski devreyi ares programinda ¢iziniz.
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DERS ANLATIM VIDEOLARI
ASAGIDAKI ANLATIMLARDAN FAYDALANABILIRSINIZ.

1-BASKI DEVRE CizZiM (ARES) DERSLERI
https://www.youtube.com/watch?v=PDxi6 DGIlJAc&list=PLdcoZed79ZudpsgGkFE4VFiNeUC8GQOIr
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